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„Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten anorganischer 





Der Einsatz anorganischer Klebstoffe für moderne Werkstoffe, wie sie in der Sensorfertigung und in 
der Mikrotechnik verwendet werden, wird begrenzt durch ihr sprödhartes Verhalten im 
ausgehärteten  Zustand. Die anwendungstechnische Erprobung anorganischer Klebstoffe für neue 
Materialien weist ebenfalls bis jetzt erhebliche Defizite auf. Darüber hinaus stehen Klebstoffe mit 
den geforderten Eigenschaften in Bezug auf ihr thermisches und mechanisches Verhalten nicht oder 
nur unzureichend zur Verfügung. Immenser Forschungsbedarf besteht deshalb vorwiegend bei der 





Kleben mit anorganischen Klebstoffen bietet die Möglichkeit, die verschiedensten 
Hochtemperaturwerkstoffe untereinander oder in Kombination kostengünstig und mit einem 
geringen gerätetechnischen Aufwand für Einsatztemperaturen über 300 °C bis 1600 °C zu 
verbinden. Darüber hinaus können mit diesen Klebstoffen, die eine keramische Zwischenschicht 
ausbilden, gezielte Eigenschaftsprofile hergestellt werden. Die anwendungstechnische Erprobung 




Es war zu prüfen, ob mit der Modifizierung der Pulverkomponente  eine höhere Festigkeit oder ein 
besseres deformationsmechanisches Verhalten erreichbar ist.  Dazu gehört auch die Flexibilisierung 
dieser Klebstoffe. Ein Ansatz besteht darin die Pulverkomponente durch feinere bzw. nanodisperse 
Pulver zu ersetzen. Wesentliche Eigenschaften von Klebungen, wie mechanische Belastbarkeit, 




Zum Nachweis der Eigenschaftsverbesserungen wurden zuerst kommerzielle Klebstoffe mit 
unterschiedlicher Korngrößenverteilung der Pulverkomponente untersucht. 















Bild 2: Festigkeit von Modellklebstoffen mit nanoskaligen  Zusätzen  
Anschließend wurden verschiedene nanoskaliger Keramik- und Metallpulver unterschiedlicher 
Korngrößenverteilung  mit einer kommerziellen Bindemittelvariante zu einem Modellklebstoff 
appliziert [3].  
Dies war im einfachsten Falle ein Wasserglasbindemittel (Aushärtung bei Raumtemperatur). Aus 
diesen Modellklebstoffen wurden darüber hinaus keramische Prüfkörper hergestellt, an denen 
Gefügeuntersuchungen und Festigkeitsprüfungen durchgeführt wurden. Außerdem wurden 
Musterbauteile verschiedener Geometrien angefertigt und diese auf ihre mechanische Festigkeit, 
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Bild 1: REM- Aufnahmen der verwendeten nanodispersen Pulver 
